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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zum Bearbeiten bzw. Behan-
deln einer Mehrzahl von Leiterplatten, umfassend die folgenden Schritte:

[0002] - Bereitstellen einer Mehrzahl von Leiterplatten,

[0003] - Bereitstellen wenigstens eines Rahmen- bzw. Tragerelements zur Kopplung mit einer
Mehrzahl von Leiterplatten,

[0004] - Koppeln bzw. Verbinden der Leiterplatten mit dem wenigstens einen Rahmen- bzw.
Tragerelement,

[0005] - Bearbeiten bzw. Behandeln der Leiterplatten in dem mit dem Rahmen- bzw. Tréger-
element gekoppelten Zustand.

[0006] Die Erfindung bezieht sich darlber hinaus auf einen Verbund zum Bearbeiten bzw.
Behandeln einer Mehrzahl von Leiterplatten, bestehend aus wenigstens einem Rahmen- bzw.
Tragerelement zur Kopplung mit einer Mehrzahl von Leiterplatten, wobei der Verbund in gekop-
peltem Zustand der Leiterplatten mit dem wenigstens einen Rahmen- bzw. Tragerelement einer
Bearbeitung bzw. Behandlung der Leiterplatten zufUhrbar ist, sowie auf eine Verwendung eines
derartigen Verfahrens und Verbunds.

[0007] Im Zusammenhang mit der Herstellung von Leiterplatten ist es bekannt, eine Mehrzahl
von Leiterplatten bzw. Leiterplattenelementen auf einem gemeinsamen, plattenartigen Element
herzustellen, wobei derartige Leiterplatten Ublicherweise jeweils aus einer Mehrzahl von leiten-
den und isolierenden Schichten und/oder in einer derartigen Leiterplatte integrierten Bauteilen
bestehen. GemaR derart bekannten Herstellungsverfahren erfolgt ein im wesentlichen vollfla-
chiger Aufbau einer Mehrzahl von Leiterplatten auf dem gemeinsamen plattenartigen Element,
worauf nach Fertigstellung der Leiterplatten, diese voneinander getrennt werden. Hiebei weist
jede Leiterplatte an ihrem Umfangsrand und somit auBerhalb eines ein tatséchliches Leiterplat-
tenelement bildenden, im wesentlichen zentralen Bereichs, in welchem die Strukturen zum
Aufbau der Leiterplatte und/oder elektronische Bauteile integriert sind, einen entsprechenden
Randbereich auf. Dieser ist beispielsweise vorgesehen, um weitere Bearbeitungsschritte einer
derartigen Leiterplatte, wie beispielsweise im Rahmen einer Bestlickung mit an wenigstens
einer Oberflache festzulegenden Komponenten und/oder eines Einbaus in eine elektrische oder
elektronische Vorrichtung durchzufiihren, um eine Handhabung und insbesondere ein automa-
tisches Ergreifen einer derartigen Leiterplatte im Rahmen nachfolgender Be- bzw. Verarbei-
tungsschritte zu ermdglichen. GemalR derzeit bekannten Verfahrensflhrungen ist somit davon
auszugehen, dal der fir den Rahmen bzw. Randbereich der Leiterplatte zur Verflgung zu
stellende Umfangsbereich ebenfalls aus Ublicherweise kostspieligem Material entsprechend der
ublicherweise mehrlagigen Leiterplatte hergestellt wird. Ein derartiger Rand- bzw. Umfangsbe-
reich, welcher fUr die Funktion der Leiterplatte im Hinblick auf einen Ublicherweise mehrlagigen
Aufbau aus kostspieligen Materialien nicht erforderlich ist, fUhrt jedoch zu erhéhten Kosten einer
derartigen Leiterplatte. Dartber hinaus ist davon auszugehen, daf® im Rahmen von bekannten
Herstellungsverfahren von Leiterplatten zwischen einzelnen Leiterplattenelementen liegende
Bereiche bzw. Flachen des gemeinsamen plattenartigen Elements als Abfall verworfen werden,
so dal} auch in diesem Zusammenhang erhéhte Kosten fur die Herstellung der Leiterplatten
bzw. Leiterplattenelemente auflaufen.

[0008] DaruUber hinaus ist es im Zusammenhang mit der Herstellung von Leiterplatten bei-
spielsweise bekannt, einzelne schadhafte Leiterplatten aus einem gemeinsamen plattenartigen
Element zu entfernen, falls diese im Verlauf von Tests bzw. Uberprifungen als schadhaft er-
kannt wurden, und anstelle von derartigen entfernten schadhaften Leiterplatten einzelne Leiter-
platten einzusetzen.

[0009] Darlber hinaus sind Verfahren zum gemeinsamen Bearbeiten bzw. Behandeln und
Handhaben von Leiterplatten der eingangs genannt Art bekannt, wonach in die Leiterplatten
jeweils am gesamten Umfang umgebende Trager- bzw. Rahmenelemente Ublicherweise mehre-
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re Leiterplatten bzw. Leiterplattenelemente eingesetzt und daran beispielsweise durch ein Ver-
kleben zur Herstellung eines Verbunds bestehend aus wenigstens einem Rahmen- bzw. Tra-
gerelement und einer Mehrzahl von Leiterplatten festgelegt werden. Hiebei kann beispielsweise
auf die DE-A 196 00 928, die US-PS 4,689,103 oder die US-PS 5,044,615 verwiesen werden.
Nachteilig bei diesen bekannten Verfahren zum Einsetzen von Leiterplatten in ein die Leiterplat-
ten jeweils vollstandig umgebendes Rahmenelement zur Herstellung eines gemeinsam hand-
zuhabenden Verbunds ist insbesondere die Tatsache, daf die fur die Anordnung der Leiterplat-
ten in dem Rahmenelement vorzusehenden Aufnahmedffnungen exakt an die Abmessungen
der einzusetzenden Leiterplatten angepalf3t werden missen und dadurch eine ordnungsgemafe
Festlegung beispielsweise mit Hilfe einer Verklebung an den Umfangsréndern der Ublicherwei-
se eine vergleichsweise geringe Dicke aufweisenden Leiterplatten und Rahmenelemente &du-
Rerst schwierig und aufwendig ist.

[0010] Nachteilig an den bekannten Verfahren ist dartber hinaus, dal insbesondere in Anpas-
sung an die Abmessungen der aufzunehmenden und in weiterer Folge zu behandelnden bzw.
zu bearbeitenden Leiterplatten auch die Abmessungen der Rahmen- bzw. Tragerelemente
entsprechend unterschiedlich gewéahlt werden, so dal in nachfolgenden Bearbeitungsvorgan-
gen, beispielsweise in Bestlckungslinien bei einem Wechsel der zu behandelnden bzw. zu
bearbeitenden Leiterplatten ein entsprechend hoher Zeitaufwand fur eine Umristung derartiger
Bearbeitungslinien bzw. -StraRen in Anpassung an unterschiedliche Abmessungen insbesonde-
re des von dem jeweils wenigstens einen Rahmen- bzw. Tragerelement und der Mehrzahl von
Leiterplatten gebildeten Verbunds erforderlich ist.

[0011] Die vorliegende Erfindung zielt darauf ab, ein Verfahren sowie einen Verbund der ein-
gangs genannten Art im Zusammenhang mit einer Bearbeitung bzw. Behandlung einer Mehr-
zahl von Leiterplatten dahingehend weiterzubilden, da die oben genannten Nachteile vermie-
den werden und insbesondere ein Verfahren sowie ein Verbund zum Bearbeiten bzw. Behan-
deln einer Mehrzahl von Leiterplatten zur Verfigung gestellt werden, wo auf aufwendige Um-
rustarbeiten zwischen einzelnen Bearbeitungsvorgangen fir unterschiedliche Leiterplatten bzw.
Leiterplattenformate verzichtet werden kann.

[0012] Zur Lésung dieser Aufgaben ist ein Verfahren der eingangs genannten Art im wesentli-
chen dadurch gekennzeichnet, da® unabhangig von der GrdRe der Leiterplatten wenigstens
eine Abmessung des von dem wenigstens einen Rahmen- bzw. Tragerelement mit den damit
gekoppelten Leiterplatten gebildeten Verbunds gleichbleibend gewahlt wird. Dadurch, daf
erfindungsgemar unabhangig von der GréfRe der zu bearbeitenden bzw. zu behandelnden
Leiterplatten wenigstens eine Abmessung des aus der Mehrzahl von Leiterplatten und dem
wenigstens einen Trégerelement gebildeten Verbunds bzw. Gesamtsystems gleichbleibend
gewahlt wird, wird sichergestellt, da® unabhangig von den Abmessungen der zu bearbeitenden
bzw. behandelnden Leiterplatten derartige verschiedene Leiterplatten in einer gemeinsamen
Bearbeitungslinie bzw. -StraBe bearbeitet bzw. behandelt, beispielsweise mit Komponenten
bestlckt werden kénnen, wobei auf insbesondere zeitaufwendige Umrist- bzw. Umstellarbeiten
derartiger nachfolgender Bearbeitungs- bzw. BehandlungsstraRen verzichtet werden kann.
ErfindungsgemaR kann somit der bei einer Anderung der Formate bzw. Abmessungen erforder-
liche Zeitaufwand flr ein Leerlaufen derartiger Bearbeitungsstraen und der dartber hinaus
verbundene Aufwand fir ein Umrlsten bzw. ein Andern des Set ups in Anpassung an unter-
schiedliche Abmessungen vermieden bzw. zumindest stark reduziert werden. Es lassen sich
somit bedeutende Vorteile insbesondere im Hinblick auf eine Zeitersparnis und damit verbun-
den eine Kostenersparnis durch Ermdéglichen einer besseren Auslastung bzw. eines hdheren
Durchsatzes bei einem Einsatz von weitestgehend automatisierten Fertigungsstralen auch bei
einem gegebenenfalls erforderlichen Wechsel zwischen unterschiedlichen zu bearbeitenden
bzw. zu behandelnden Leiterplatten und unterschiedlichen Formaten in einfacher und zuverlés-
siger Weise zur Verfligung stellen.

[0013] GemaR einer bevorzugten Ausfuhrungsform des erfindungsgeméfen Verfahrens wird
vorgeschlagen, dal die Abmessung des Verbunds zumindest in einer zu einer Transportrich-
tung der zu bearbeitenden bzw. zu behandelnden Leiterplatten normalen Richtung gleichblei-
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bend gewahlt wird. Dadurch wird sichergestellt, da® zumindest die Abmessungen in einer
Durchgangsrichtung durch eine derartige nachfolgende Bearbeitungsstrale bzw. -linie gleich-
bleibend gewéahlt werden, so dal® Einstellarbeiten bzw. UmrUstarbeiten einer derartigen Bear-
beitungslinie bei einem Wechsel insbesondere der GréRe bzw. Abmessungen der zu bearbei-
tenden Leiterplatten vermieden werden kénnen.

[0014] FUr eine besonders einfache Anpassung und Kopplung bzw. Verbindung der Mehrzahl
von Leiterplatten mit den Rahmen- bzw. Trégerelementen zur Herstellung des in weiterer Folge
handzuhabenden Verbunds wird gemaR einer weiters bevorzugten Ausfihrungsform vorge-
schlagen, dal? an einander gegenulberliegenden Rand- bzw. Kantenbereichen des Verbunds
jeweils ein Rahmen- bzw. Tragerelement zur Kopplung bzw. Verbindung mit einer Mehrzahl von
Leiterplatten vorgesehen wird.

[0015] FUr eine besonders einfache und zuverlassige Bereitstellung wenigstens einer gleich-
bleibenden Abmessung des aus der Mehrzahl von Leiterplatten und dem wenigstens einen
Rahmen- bzw. Tragerelement bestehenden Verbunds wird gemaR einer weiters bevorzugten
AusfUhrungsform vorgeschlagen, da in Abhéngigkeit von den Abmessungen der zu bearbei-
tenden bzw. zu behandelnden Leiterplatten die Abmessungen des wenigstens einen Rahmen-
bzw. Tragerelements gewahlt werden, um einen Verbund mit wenigstens einer gleichbleiben-
den Abmessung zur Verflgung zu stellen. Derart I&3t sich unabhéngig von den Abmessungen
der einzelnen zu bearbeitenden bzw. zu behandelnden Leiterplatten aus dem kostenguinstigen
Material fur das wenigstens eine Rahmen- bzw. Tragerelement eine zuverlassige Anpassung
unter Wahrung der wenigstens einen gleichbleibenden Abmessung zur Verfugung stellen.

[0016] Fir eine besonders einfache und zuverléssige Kopplung zwischen der Mehrzahl der
Leiterplatten und dem wenigstens einen Rahmen- bzw. Trégerelement zur Herstellung des in
weiterer Folge handzuhabenden Verbunds wird gemaf einer weiters bevorzugten Ausfihrungs-
form vorgeschlagen, dal eine Kopplung bzw. Verbindung der Leiterplatten mit dem wenigstens
einen Rahmen- bzw. Tragerelement durch jeweils wenigstens ein zusammenpassendes Kopp-
lungselement einer Leiterplatte mit wenigstens einem dazu komplementaren Kopplungselement
des wenigstens einen Rahmen- bzw. Tragerelements vorgenommen wird.

[0017] Fir die besonders einfache und zuverldssige Handhabung bzw. Bearbeitung der einzel-
nen Leiterplatten wahrend eines nachfolgenden Be- bzw. Verarbeitungsschritts wird dartber
hinaus vorgeschlagen, daR eine Mehrzahl von Leiterplatten jeweils voneinander beabstandet
mit dem wenigstens einen Rahmen- bzw. Tragerelement verbunden wird, wie dies einer weiters
bevorzugten Ausfihrungsform des erfindungsgemafen Verfahrens entspricht.

[0018] Zur weiteren Verbesserung der Bearbeitungsgeschwindigkeit bzw. Durchsatzrate durch
eine Bearbeitungs- bzw. Behandlungslinie derartiger Leiterplatten wird gemaR einer weiters
bevorzugten Ausfllhrungsform vorgeschlagen, da® die Kopplung bzw. Verbindung zwischen der
Mehrzahl von Leiterplatten und dem wenigstens einen Rahmen- bzw. Tragerelement automati-
siert durchgefihrt wird.

[0019] Zur Lésung der eingangs genannten Aufgaben ist dartber hinaus ein Verbund zum
Bearbeiten bzw. Behandeln einer Mehrzahl von Leiterplatten im wesentlichen dadurch gekenn-
zeichnet, dal unabhéngig von der GroéRe der Leiterplatten wenigstens eine Abmessung des
von dem wenigstens einen Rahmen- bzw. Trégerelement mit den damit gekoppelten Leiterplat-
ten gebildeten Verbunds gleichbleibend gewahlt ist. Wie bereits oben ausgefuhrt, gelingt somit
in einfacher und zuverlassiger Weise die Bereitstellung eines Verbunds, durch dessen Einsatz
bei Vorsehen wenigstens einer gleichbleibenden Abmessung ein Durchsatz bzw. eine Bearbei-
tungsgeschwindigkeit in einer nachfolgenden Bearbeitungs- bzw. Behandlungsstrae durch
einen Verzicht auf bzw. eine Vermeidung von Umrlstarbeiten bei Anderung von Formaten
entsprechend verbessert werden kann.

[0020] Zur weiteren Verbesserung des Durchsatzes durch nachfolgende Bearbeitungsstrazen
bzw. -linien wird gemafl einer bevorzugten Ausflhrungsform vorgeschlagen, dal die Abmes-
sung des Verbunds zumindest in einer zu einer Transportrichtung der zu bearbeitenden bzw. zu
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behandelnden Leiterplatten normalen Richtung gleichbleibend gewahlt ist.

[0021] FUr eine besonders einfache und zuverladssige Handhabung des aus einer Mehrzahl von
Leiterplatten und wenigstens einem Rahmen- bzw. Tragerelement gebildeten Verbunds wird
dartber hinaus vorgeschlagen, da an einander gegeniberliegenden Rand- bzw. Kantenberei-
chen des Verbunds jeweils ein Rahmen- bzw. Tragerelement zur Kopplung bzw. Verbindung mit
einer Mehrzahl von Leiterplatten vorgesehen ist, wie dies einer weiters bevorzugten Ausflh-
rungsform der Erfindung entspricht.

[0022] GemaR einer weiters bevorzugten Ausflihrungsform wird vorgeschlagen, daB in Abhan-
gigkeit von den Abmessungen der zu bearbeitenden bzw. zu behandelnden Leiterplatten die
Abmessungen des wenigstens einen Rahmen- bzw. Trégerelements gewéhlt sind, um einen
Verbund mit wenigstens einer gleichbleibenden Abmessung zur Verfligung zu stellen. Durch
eine derartige Ausfuhrungsform kann insbesondere die Anpassung bzw. Wahl der wenigstens
einen gleichbleibenden Abmessung durch Bereitstellung wenigstens eines Rahmen- bzw. Tra-
gerelements aus insbesondere kostenglnstigerem Material ermdglicht werden.

[0023] FUr eine besonders einfache und zuverlassige Kopplung zur Herstellung des erfin-
dungsgemaRen Verbunds wird gemaf einer weiters bevorzugten Ausflihrungsform vorgeschla-
gen, dal das wenigstens eine Rahmen- bzw. Tragerelement eine Mehrzahl von Kopplungsele-
menten aufweist, welche mit wenigstens einem dazu komplementéren Kopplungselement je-
weils einer Leiterplatte koppelbar bzw. verbindbar sind.

[0024] Zur Vereinfachung bzw. Erleichterung nachfolgender Bearbeitungs- bzw. Behandlungs-
schritte wird dartber hinaus vorgeschlagen, da} eine Mehrzahl von Leiterplatten jeweils von-
einander beabstandet mit dem wenigstens einen Rahmen- bzw. Tragerelement verbunden ist,
wie dies einer weiters bevorzugten Ausfihrungsform der Erfindung entspricht.

[0025] Zur Verringerung der Kosten und zur Erzielung weiterer Materialeinsparungen wird
gemap einer weiters bevorzugten Ausfuhrungsform vorgeschlagen, da® das wenigstens eine
Rahmen- bzw. Tragerelement wiederverwendbar ausgebildet ist.

[0026] Im Zusammenhang mit einer Verringerung der Kosten der Herstellung bzw. Bearbeitung
einzelner Leiterplatten wird darUber hinaus geméaf einer weiters bevorzugten Ausflhrungsform
vorgeschlagen, dall das wenigstens eine Rahmen- bzw. Trégerelement aus einem gegenulber
dem fir die Leiterplatten verwendeten Material kostenguinstigeren Material ausgebildet ist.

[0027] Erfindungsgeman wird dartiber hinaus die Verwendung des erfindungsgemaien Verfah-
rens und/oder des erfindungsgemaRen Verbunds fir eine insbesondere automatisierte Assemb-
lierung, Bestlckung, etc. von Leiterplatten eingesetzt, wodurch, wie oben bereits mehrfach
erwéhnt, die angestrebten Vorteile im Hinblick auf Kosteneinsparungen betreffend einen verrin-
gerten Zeitaufwand bei der Herstellung insbesondere durch einen weitestgehenden Entfall von
Umrustzeiten bei der Bearbeitung unterschiedlicher Leiterplatten erzielbar sind.

[0028] Die Erfindung wird nachfolgend anhand von in der beiliegenden Zeichnung schematisch
dargestellten Ausflhrungsbeispielen néher erértert. In dieser zeigen:

[0029] Fig. 1 eine schematische Draufsicht auf einen erfindungsgemaRen Verbund bestehend
aus einer Mehrzahl von Leiterplatten und damit verbundenen Rahmen- bzw. Tré-
gerelementen, welcher unter Verwendung des erfindungsgemafen Verfahrens
hergestellt wurde;

[0030] Fig. 2 in einer zur Fig. 1 &hnlichen Darstellung eine schematische Draufsicht auf eine
abgewandelte Ausflhrungsform eines erfindungsgeméfien Verbunds;

[0031] Fig. 3 wiederum in einer zu Fig. 1 ahnlichen Darstellung eine schematische Draufsicht
auf eine weitere abgewandelte Ausflhrungsform eines erfindungsgemaéfen Ver-
bunds;

[0032] Fig. 4 eine schematische Draufsicht auf eine weitere abgewandelte Ausfihrungsform
eines erfindungsgemaéafen Verbunds, wobei eine Mehrzahl von Leiterplatten in
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einem gemeinsamen Rahmen- bzw. Tragerelement aufgenommen ist bzw. wird;
und

[0033] Fig. 5 in einer zu Fig. 4 dhnlichen Darstellung wiederum eine schematische Draufsicht
auf eine weitere abgewandelte Ausflihrungsform eines erfindungsgeméaRen Ver-
bunds.

[0034] In Fig. 1 ist schematisch mit 1 ein Verbund bezeichnet, welcher aus einer Mehrzahl von
mit 2 bezeichneten Leiterplatten und damit an einander gegenuberliegenden Rand- bzw. Kan-
tenbereichen verbundenen Rahmen- bzw. Tragerelementen 3 besteht.

[0035] Zur Kopplung bzw. Verbindung zwischen den einzelnen Leiterplatten bzw. Leiterplatten-
elementen 2 sowie den Rahmen- bzw. Tragerelementen 3 sind bei lediglich einem Leiterplat-
tenelement 2 schematisch Kopplungselemente 4 angedeutet, welche von Fortsétzen bzw.
Erhebungen gebildet sind, welche von zu den damit zu verbindenden Rahmen- bzw. Trager-
elementen 3 vorragenden Seitenkanten 5 der Leiterplatten 2 vorragen, wobei die Kopplungs-
elemente 4 in entsprechende Ausnehmungen 6 als komplementére Kopplungselemente an den
Rahmen- bzw. Tragerelementen 3 eingreifen. Eine Kopplung bzw. Verbindung kann durch ein
palgenaues Einfligen der zueinander komplementéren Kopplungselemente 4 und 6 und/oder
gegebenenfalls durch ein Verkleben oder dhnliche bekannte Verbindungsvorgénge vorgenom-
men werden.

[0036] Allgemein wird festgehalten, da® auch in den nachfolgenden Figuren eine Kopplung
zwischen den einzelnen Leiterplatten und dem wenigstens einen Rahmen- bzw. Tragerelement
insbesondere Uber Kopplungselemente oder ein palkgenaues Einpassen vorgenommen wird,
wobei jedoch derartige Kopplungselemente zur Vereinfachung der Darstellungen nicht néher
gezeigt sind.

[0037] In Fig. 1 ist darlber hinaus die Breite B des Verbunds 1 bestehend aus der Mehrzahl
von Leiterplatten 2 und den jeweils an einem Rand- bzw. Kantenbereich angeordneten Rah-
men- bzw. Tragerelementen 3 angedeutet, wobei diese Breite B in einer Richtung normal auf
eine mit 7 bezeichnete Transportrichtung zur Verfigung gestellt wird. Die Transportrichtung
deutet eine Arbeits- bzw. Transportrichtung einer nach der Herstellung des Verbunds 1 vorge-
sehenen Bearbeitungslinie- bzw. -stralle, wie beispielsweise einer Bestluckungs- bzw. Assemb-
lerlinie an.

[0038] Im Vergleich mit den in Fig. 2 und 3 dargestellten Ausflhrungsformen wird ersichtlich
werden, dal® durch entsprechende Wahl einer gleichbleibenden Abmessung der Breite B selbst
bei Bearbeitung bzw. Behandlung unterschiedlicher Leiterplatten bzw. Leiterplattenelemente 2
auf entsprechend aufwendige UmrUstarbeiten in nachfolgenden Bearbeitungs- bzw. Behand-
lungsstraen verzichtet werden kann, da die flr eine Bearbeitung und insbesondere Weiterlei-
tung bzw. einen Transport durch derartige Bearbeitungsstraen wesentliche Abmessung, wel-
che durch die Breite B definiert ist, jeweils gleichbleibend gewéahlt wird.

[0039] In Fig. 2 ist eine abgewandelte Ausflihrungsform eines Verbunds 8 dargestellt, wobei
wiederum eine Mehrzahl von Leiterplatten 9 ahnlich wie bei der Ausflihrungsform geman der
Fig. 1 mit an einander gegenlberliegenden Rahmen- bzw. Kantenbereichen des Verbunds 8
vorgesehenen Rahmen- bzw. Tragerelementen 10 verbunden bzw. gekoppelt wird, wobei
betreffend die Kopplung bzw. Verbindung auf die Ausfihrungen zu Fig. 1 verwiesen wird.

[0040] Auch bei der in Fig. 2 dargestellten Ausfihrungsform wird in der Richtung normal auf die
wiederum mit 7 bezeichnete Transport- bzw. Verarbeitungsrichtung die vorgesehene Abmes-
sung bzw. Breite B gleichbleibend zu der Breite B gemal Fig. 1 gewahlt, so dal® bei einem
Wechsel einer Bearbeitung von Leiterplatten 2 zu Leiterplatten 9 auf eine Umrustung beispiels-
weise im Hinblick auf einen ordnungsgemé&Ren Transport durch derartige nachgeschaltete
BearbeitungsstralRen durch gleichbleibende Vorgabe bzw. Wahl der hieflr relevanten Abmes-
sung B verzichtet werden kann.

[0041] In &hnlicher Weise wird in Fig. 3 eine schematische Draufsicht auf eine weitere abge-
wandelte Ausfihrungsform eines Verbunds 11 gezeigt, wobei ein erhéhte Anzahl entsprechend
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kleinerer Leiterplatten 12 wiederum mit Rahmen- bzw. Tragerelementen 13 gekoppelt bzw.
verbunden wird.

[0042] Auch bei dieser Ausfihrungsform gemaf Fig. 3 ist die Abmessung im Hinblick auf die
Breite B normal auf die Transportrichtung 7 wiederum gleichbleibend gewahit.

[0043] Bei einem Vergleich der Ausfihrungsformen gemaR Fig. 1, 2 und 3 mit jeweils gleich-
bleibender Abmessung B des einzelnen Verbunds 1 bzw. 8 bzw. 11 wird unmittelbar ersichtlich,
dal® die Erzielung einer gleichbleibenden Breite bzw. Abmessung B im wesentlichen durch
entsprechende Anpassung der Abmessungen bzw. Breite der einzelnen Trager- bzw. Rahmen-
elemente 3 bzw. 10 bzw. 13 in Anpassung an die unterschiedlichen Formate bzw. Abmessun-
gen der Leiterplatten 2 bzw. 9 bzw. 12 erfolgt.

[0044] Aus einem Vergleich der Fig. 1 bis 3 ist dartUber hinaus ersichtlich, dal wesentlich flr
einen Verzicht auf eine Umrulstzeit insbesondere eine gleichbleibende Abmessung im Hinblick
auf die Breite B normal zur Transportrichtung 7 ist, wahrend die Lange eines derartigen Ver-
bunds 1 bzw. 8 bzw. 11 in Transportrichtung 7 gegebenenfalls variieren kann, da Ublicherweise
in nachfolgenden Bearbeitungsstralen entsprechend der Transportrichtung 7 eine aufeinander-
folgende bzw. sukzessive Bearbeitung, wie beispielsweise Bestlckung aufeinanderfolgender
Leiterplatten 2 bzw. 9 bzw. 12 erfolgt.

[0045] In den Darstellungen gemafR Fig. 4 und 5 sind weitere abgewandelte Ausfuhrungsfor-
men dargestellt, wobei in dem in Fig. 4 dargestellten Verbund 14 eine Mehrzahl von Leiterplat-
ten 15 in einem im wesentlichen einstickigen Rahmen- bzw. Trégerelement 16 aufgenommen
ist. Zur Kopplung bzw. Verbindung sind bei einem Leiterplattenelement 15 schematische Kopp-
lungselemente 17 angedeutet, welche in entsprechenden Ausnehmungen des Rahmen- bzw.
Tragerelements 16 aufgenommen werden. Anstelle oder zusétzlich zu derartigen Kopplungs-
elementen 17 kann auch ein palgenaues Einpassen der Leiterplatten 15 in entsprechende
Ausnehmungen in dem Rahmen- bzw. Trégerelement 16 vorgenommen werden.

[0046] Wahrend bei der schematischen Darstellung von Fig. 4 eine Mehrzahl von Leiterplatten
15 sowohl in mehreren Reihen als auch mehreren Spalten angeordnet ist, ist bei der weiteren
abgewandelten Ausfuhrungsform gemaB Fig. 5 der Verbund 20 von einer Mehrzahl von im
wesentlichen nebeneinander liegenden Leiterplatten 18 und einem diese Leiterplatten 18 um-
gebenden Rahmen- bzw. Trégerelement 19 gebildet.

[0047] Neben einer ahnlich den Ausfihrungsformen gemaR Fig. 1 bis 3 wiederum gleichblei-
benden Abmessung im Hinblick auf die Breite B im wesentlichen normal zu der wiederum mit 7
bezeichneten Transportrichtung ist bei den in Fig. 4 und 5 dargestellten AusfUhrungsformen
auch die Abmessung in Richtung 7 des Transports im Hinblick auf die Lange L gleichbleibend
gewahlt, so dal® unabhangig von dem Format bzw. der GrofRe der einzelnen Leiterplatten 15
bzw. 18 in nachfolgenden Bearbeitungsstralen, wie beispielsweise Bestlckungslinien, Formate
mit gleichbleibenden AuRenabmessungen L und B zur Verfligung gestellt werden, so dal wie-
derum auf Umrlstarbeiten im Hinblick auf die Handhabung der einzelnen Verbundteile 14 bzw.
20 bei einem Wechsel von zu bearbeitenden bzw. zu behandelnden Leiterplatten 15 bzw. 18
verzichtet werden kann.

[0048] Anstelle der in den Fig. 1 bis 3 bzw. 4 und 5 dargestellten Ausfihrungsformen kénnen
selbstverstandlich andere Zusammenstellungen jeweils eines Verbunds bestehend aus einer
Mehrzahl von Leiterplatten und damit verbundenen Rahmen- bzw. Trégerelementen in Abhan-
gigkeit von sowohl den zu bearbeitenden Leiterplatten als auch den Erfordernissen von nach-
geschalteten Bearbeitungsstraen eingesetzt werden.

[0049] Insbesondere ist die Anzahl von Leiterplatten sowie die Anzahl und die spezielle Ausbil-
dung der einzelnen Rahmen- bzw. Tragerelemente zur Herstellung eines Verbunds fir eine
nachfolgende gemeinsame Bearbeitung, beispielsweise Bestlickung, nicht auf die dargestellten
Ausfuhrungsformen beschrankt.

[0050] DarUber hinaus ist unter Berucksichtigung der Ublicherweise vergleichsweisen geringen
Abmessungen von Leiterplatten bzw. Leiterplattenelementen ein Verbund Ublicherweise mit
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einer gegenlber den dargestellten Ausfuhrungsformen erhéhten Anzahl von Leiterplatten in
automatisierten Bearbeitungsstraen versehen.

Anspriiche

1. Verfahren zum Bearbeiten bzw. Behandeln einer Mehrzahl von Leiterplatten, umfassend

die folgenden Schritte:

- Bereitstellen einer Mehrzahl von Leiterplatten,

- Bereitstellen wenigstens eines Rahmen- bzw. Tragerelements zur Kopplung mit einer
Mehrzahl von Leiterplatten,

- Koppeln bzw. Verbinden der Leiterplatten mit dem wenigstens einen Rahmen- bzw. Tra-
gerelement,

- Bearbeiten bzw. Behandeln der Leiterplatten in dem mit dem Rahmen- bzw. Trégerele-
ment gekoppelten Zustand,

dadurch gekennzeichnet, dal unabhangig von der GréRe der Leiterplatten (2, 9, 12, 15,

18) wenigstens eine Abmessung (B) des von dem wenigstens einen Rahmen- bzw. Tra-

gerelement (3, 10, 13, 16, 19) mit den damit gekoppelten Leiterplatten (2, 9, 12, 15, 18)

gebildeten Verbunds (1, 8, 11, 14, 20) gleichbleibend gewahlt wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dal3 die Abmessung (B) des Ver-
bunds (1, 8, 11, 14, 20) zumindest in einer zu einer Transportrichtung (7) der zu bearbei-
tenden bzw. zu behandelnden Leiterplatten (2, 9, 12, 15, 18) normalen Richtung gleichblei-
bend gewéahlt wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dal? an einander gegenu-
berliegenden Rand- bzw. Kantenbereichen des Verbunds (1, 8, 11) jeweils ein Rahmen-
bzw. Tragerelement (3, 10, 13) zur Kopplung bzw. Verbindung mit einer Mehrzahl von Lei-
terplatten (2, 9, 12) vorgesehen wird.

4. Verfahren nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daf in Abhangigkeit von
den Abmessungen der zu bearbeitenden bzw. zu behandelnden Leiterplatten (2, 9, 12, 15,
18) die Abmessungen des wenigstens einen Rahmen- bzw. Tragerelements (3, 10, 13, 16,
19) gewahlt werden, um einen Verbund (1, 8, 11, 14, 20) mit wenigstens einer gleichblei-
benden Abmessung (B) zur Verflgung zu stellen.

5.  Verfahren nach einem der Anspriche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, da eine Kopp-
lung bzw. Verbindung der Leiterplatten (2, 9, 12, 15, 18) mit dem wenigstens einen Rah-
men- bzw. Tragerelement (3, 10, 13, 16, 19) durch jeweils wenigstens ein zusammenpas-
sendes Kopplungselement (4, 17) einer Leiterplatte (2, 9,12, 15, 18) mit wenigstens einem
dazu komplementéren Kopplungselement (6) des wenigstens einen Rahmen- bzw. Tréger-
elements (3, 10, 13, 16, 19) vorgenommen wird.

6. Verfahren nach einem der Anspriche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dal} eine Mehr-
zahl von Leiterplatten (2, 9, 12, 15, 18) jeweils voneinander beabstandet mit dem wenigs-
tens einen Rahmen- bzw. Tréagerelement (3, 10, 13, 16, 19) verbunden wird.

7. Verfahren nach einem der Anspriche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dal die Kopp-
lung bzw. Verbindung zwischen der Mehrzahl von Leiterplatten (2, 9, 12, 15, 18) und dem
wenigstens einen Rahmen- bzw. Tragerelement (3, 10, 13, 16, 19) automatisiert durchge-
fUhrt wird.

8. Verbund zum Bearbeiten bzw. Behandeln einer Mehrzahl von Leiterplatten, bestehend aus
wenigstens einem Rahmen- bzw. Tragerelement zur Kopplung mit einer Mehrzahl von Lei-
terplatten, wobei der Verbund in gekoppeltem Zustand der Leiterplatten mit dem wenigs-
tens einen Rahmen- bzw. Tragerelement einer Bearbeitung bzw. Behandlung der Leiter-
platten zuflUhrbar ist,
dadurch gekennzeichnet, daR unabhangig von der GréRe der Leiterplatten (2, 9, 12, 15,
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18) wenigstens eine Abmessung (B) des von dem wenigstens einen Rahmen- bzw. Tra-
gerelement (3, 10, 13, 16, 19) mit den damit gekoppelten Leiterplatten (2, 9, 12, 15, 18)
gebildeten Verbunds (1, 8, 11, 14, 20) gleichbleibend gewahlt ist.

9. Verbund nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dal die Abmessung (B) des Ver-
bunds (1, 8, 11, 14, 20) zumindest in einer zu einer Transportrichtung (7) der zu bearbei-
tenden bzw. zu behandelnden Leiterplatten (2, 9, 12, 15, 18) normalen Richtung gleichblei-
bend gewéhlt ist.

10. Verbund nach Anspruch 8 oder 9, dadurch gekennzeichnet, da an einander gegentber-
liegenden Rand- bzw. Kantenbereichen des Verbunds (1, 8, 11) jeweils ein Rahmen- bzw.
Tragerelement (3, 10, 13) zur Kopplung bzw. Verbindung mit einer Mehrzahl von Leiterplat-
ten (2, 9, 12) vorgesehen ist.

11. Verbund nach Anspruch 8, 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, da? in Abhangigkeit von
den Abmessungen der zu bearbeitenden bzw. zu behandelnden Leiterplatten (2, 9, 12, 15,
18) die Abmessungen des wenigstens einen Rahmen- bzw. Tragerelements (3, 10, 13, 16,
19) gewahlt sind, um einen Verbund (1, 8, 11, 14, 20) mit wenigstens einer gleichbleiben-
den Abmessung (B) zur Verflgung zu stellen.

12. Verbund nach einem der Anspruche 8 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dal? das wenigs-
tens eine Rahmen- bzw. Trégerelement (3, 10, 13, 16, 19) eine Mehrzahl von Kopplungs-
elementen (6) aufweist, welche mit wenigstens einem dazu komplementéren Kopplungs-
element (4, 17) jeweils einer Leiterplatte (2, 9, 12, 15, 18) koppelbar bzw. verbindbar sind.

13. Verbund nach einem der Anspriche 8 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dal} eine Mehr-
zahl von Leiterplatten (2, 9, 12, 15, 18) jeweils voneinander beabstandet mit dem wenigs-
tens einen Rahmen- bzw. Tragerelement (3, 10, 13, 16, 19) verbunden ist.

14. Verbund nach einem der Anspriche 8 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dal? das wenigs-
tens eine Rahmen- bzw. Tragerelement (3, 10, 13, 16, 19) wiederverwendbar ausgebildet
ist.

15. Verbund nach einem der Anspruche 8 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dal? das wenigs-
tens eine Rahmen- bzw. Tragerelement (3, 10, 13, 16, 19) aus einem gegenlber dem flr

die Leiterplatten (2, 9, 12, 15, 18) verwendeten Material kostenglnstigeren Material ausge-
bildet ist.

16. Verwendung eines Verfahrens nach einem der Anspriche 1 bis 7 und eines Verbunds
nach einem der Anspriche 8 bis 15 bei einer insbesondere automatisierten Assemblierung,
Bestlckung, etc. von Leiterplatten.

Hierzu 2 Blatt Zeichnungen

8/10



AT 12 324 U1 2012-03-15

> Gsterreichisches
V patentamt

1/2

=

i
I

3\
]
/!

7 T
—9 Fig. 2

10

9/10



> Gsterreichisches AT 12 324 U1 2012-03-15
V patentamt

2/2
B
17 i= -
T~ 14
| A /
15
7 L v
T—16
Y
Fig. 4
il B e
20
| /
18
7 L
T—19
Y
Fig. 5

10/10



> Osterreichisches
Recherchenbericht zu GM 167/2010 V patentamt

Technische Abteilung 3A

Klassifikation des Anmeldungsgegenstands gemas IPC®:

HO5K 3/00 (2006.01)

Klassifikation des Anmeldungsgegenstands gemaBs ECLA:

HO5K 3/00S, HO5K 3/00K4

Recherchierter Priifstoff (Klassifikation):

HO5K

Konsultierte Online-Datenbank:

WPI, EPODOQC, Elsevier, IEE, IEEEXplore, Research Disclosure, IBM TDB, Inspec, EIWis
Dieser Recherchenbericht wurde zu den am 16. Méarz 2010 eingereichten Anspriichen erstellt.

Die in der Gebrauchsmusterschrift veréffentlichten Anspriiche kénnten im Verfahren geéndert worden sein (§ 19 Abs. 4 GMG), sodass
die Angaben im Recherchenbericht, wie Bezugnahme auf bestimmte Anspriiche, Angabe von Kategorien (X, Y, A), nicht mehr zutreffend
sein mussen. In die dem Recherchenbericht zugrunde liegende Fassung der Anspriiche kann beim Osterreichischen Patentamt wahrend
der Amtsstunden Einsicht genommen werden.

Kategorie” Bezeichnung der Veréffentlichung: Betreffend Anspruch
Landercode, Veréffentlichungsnummer, Dokumentart (Anmelder), Veréffentli-
chungsdatum, Textstelle oder Figur soweit erforderlich

A JP 5-021948 A (CANON) 1-16
29. Janner 1993 (29.01.1993)
Figuren; Englische Zusammenfassung

A US 2006/231198 A1 (VASOYA) 1-16
19. Oktober 2006 (19.10.2006)
Fig. 15, 16; Zusammenfassung

A US 2009/014205 A1 (KOBAYASHI et al.) 1-16
15. Janner 2009 (15.01.2009)
Fig. 1-6, 17-31, 46, 47; Zusammenfassung

A WO 2009/068741 A1 (PAANANEN) 1-16
4. Juni 2009 (04.06.2009)
Figuren; Zusammenfassung; Paragrafen 6-15

g " - )
Kategorien der angefiihrten Dokumente: Versffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert.

X Veréffentlichung von besonderer Bedeutung: der Anmeldungs- P
gegenstand kann allein aufgrund dieser Druckschrift nicht als neu bzw.
auf erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet werden.

Dokument, das von Bedeutung ist (Kategorien X oder Y), jedoch nach
dem Prioritatstag der Anmeldung veréffentlicht wurde.

E Dokument, das von besonderer Bedeutung ist (Kategorie X), aus
dem ein élteres Recht hervorgehen konnte (friheres Anmeldedatum,
jedoch nachveréffentlicht, Schutz ist in Osterreich méglich, wiirde Neu-
heit in Frage stellen).

Y Veréffentlichung von Bedeutung: der Anmeldungsgegenstand kann nicht
als auf erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die
Verdffentlichung mit einer oder mehreren weiteren Veroffentlichungen
dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung fiir

einen Fachmann naheliegend ist. & Verbffentlichung, die Mitglied der selben Patentfamilie ist.
Datum der Beendigung der Recherche: ) Priifer(in):
18. Janner 2011 = Fortsetzung siehe Folgeblatt | Djp|.-Ing. MESA PASCASIO

DVR. 0078018



	BIBLIOGRAPHY
	DESCRIPTION
	CLAIMS
	DRAWINGS
	SEARCH_REPORT

